wo 2005/031879 



PCT/EP2004/052266 



1 

Beschreibung 

Optisches Modul und optisches System 

5 Die Erfindung betrifft ein optisches Modul mit einem Schal- 
tungstrager, einem auf dem Schaltungstrager angeordneten ge- 
hausten Halbleiterelement und einer Linseneinheit zum Proji- 
zieren von elektromagnetischer Strahlung auf das Halbleiter- 
element . 

10 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein optisches System mit ei- 
nem derartig ausgebildeten optischen Modul. 

Gattungsgemafie optische Module und Systeme kommen insbesonde- 
15 re in der Kraf tf ahrzeugtechnik zum Einsatz. 

Dabei kann mit elektromagnetischer Strahlung aus verschiede- 
nen Frequenzbereichen gearbeitet werden^ wobei kumulativ zum 
sichtbaren Licht, mit welchem typischerweise Anwendungen im 

20 Au^enraum eines Kraf tf ahrzeuges wie Lane Departure Warning 

(LDW) , Blind Spot Detection (BSD) oder Rear View Cameras ar- 
beiten, insbesondere die fur Menschen unsichtbare Infrarot- 
strahlung bei Anwendungen im Innenraum eines Kraf tf ahrzeuges 
wie Out of Position Detection (OOP) oder bei zusatzlichen Au- 

25 Benbeleuchtungen eines Night Vision Systems bevorzugt wird. 

Bei Anwendungen im Innen- oder Aufienbereich eines Fahrzeugs 
bestehen hohe Anf orderungen aufgrund von auBeren Einflussen 
wie Temperatur, Feuchtigkeit^ Verschmutzung und Vibration. 
30 Die typische Lebensdauer fur Systeme im Fahrzeug liegt bei 10 
bis 15 Jahren, wobei nur extrem geringe Ausfallraten tole- 
riert werden, so dass auch die Komponenten eines optischen 
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Systems der eingangs genannten Art eine nur sehr langsame Al- 
terurig zeigen diirfen. 

Da in vielen Fallen der Einbauraum von optischen Modulen bzw. 
5 optischen Systemen sehr begrenzt ist, existieren zusatzliche 
Schwierigkeiten bei der Realisierung der optischen Systeme. 
Mit herkommlichen Mitteln ist es daher extrem schwierig, eine 
herinetisch abgedichtete zuverlassige Einheit aus einem Kame- 
rachip (CCD- oder CMOS-Sensor) und einer Optik aufzubauen. 

10 

Urn fur ein Kamerasystem, bestehend aus einem Bildsensor (der- 
zeit CCD Oder CMOS) und einem Linsensystem ausreichende Bild- 
scharfe zu erreichen, rotissen die Komponenten Sensor und Optik 
geometrisch sehr genau aufeinander abgestimmt werden. Der To- 

15 leranzbereich flir den Abstand von Kamerachip zur Optik in z- 
Achse liegt liblicherweise im Bereich von wenigen hundertstel 
Millimetern, um fur einen bestimmten Tiefenscharf ebereich ein 
optimal scharfes Bild zu erreichen. Dies ist vor allem fur so 
genannte Fixf okussysteme problematisch^ da diese bei der Fer- 

20 tigung allenfalls gering Toleranz behaftet sein diirfen. Ein 
Versatz von Kamerachip zur Optik in x- bzw. y-Achse hat zu- 
satzlich zur Folge, dass das optische System unter Umstanden 
""schielt", d.h. an jeweils einer Kante (horizontal oder ver- 
tikal) das Bild abgeschnitten wird, da durch den Versatz hier 

25 keine Pixel mehr vorhanden sind und vorsorglich bereitge- 
stellt werden miissten. 

Ein weiteres Problem stellt der sog. "^Tilt" dar, d.h. eine 
Verkippung des Kamerachips um die x- bzw. y-Achse, was zu 
30 Folge hat/ dass das Bild einen Unscharfegradienten in hori- 
zontaler bzw. vertikaler Richtung aufweist. Daneben kann es 
noch eine ^^Rotation" ergeben, d.h. eine Verdrehung um die z- 
Achse von Kamerachip zu Optik. 
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Nahezu alle bisher auf den Markt befindlichen Kamerasysteme, 
die mit einer festen Fokuseinstellung ausgeliefert werden, 
benotigen wahrend der Fertigung einen zusatzlichen Abglei- 
5 Chungs schritt, bei welchem der Abstand von Kamerachip zur Op- 
tik entlang der z-Achse eingestellt und auf dlesem Wert fi- 
xiert wird. Dies geschieht beispielsweise durch ein Gewinde 
und eine entsprechende Feststellschraube Oder eine Klebever- 
bindung. Auch fur den x-y-Versatz kann ein Abgleichsschritt 

10 notwenig sein oder^ wenn dieser nicht erfolgt^ ein entspre- 
chend groBerer Sensor vorgesehen werden^ der die Toleranzen 
durch ein Mehr an Pixel ausgleicht- Es ist auch bekannt^ die 
*^Rotation" per Software herauszurechnen bzw. zu kalibrieren. 
Da ansonsten scharfe Bildinformation vorliegen^ miissen die 

15 Pixel nur in einer Art ^^Eichvorgang" neu zugewiesen werden. 
Allerdings konnen an den Randern bzw. Ecken gerade keine In- 
formationen mehr vorliegen, weil diese abgeschnitten sind. 
Eine rein mechanische Reduzierung schliefilich von ^^Tilt"^ und 
^^Rotation" zwischen Chip und Optik lasst sich bei iiblichen 

20 Systemen in der Regel nur durch hochprazise Fertigung und 

Montage bzw. durch einen Abgleich der Komponenten erreichen. 

Kameras fur spezifische Low Cost Anwendungen wie z.B. Automo- 
tive/ Industrie, Digitalkamera/ Handy, Spielzeug etc., sollen 
25 jedoch aus Kosten- und Aspekten der Qualitatssicherung mog- 
lichst ohne Justagevorgange zwischen Optik und Kamerachip 
herstellbar sein, also ohne Einstellungen des Focus auf die 
optische Flache des CMOS- oder CCD-Sensors. Dies steht den 
genannten Anforderungen grundsatzlich entgegen. 

30 

Eine Moglichkeit ein fokusfreies System zu entwickeln ist die 
Summen der moglichen Toleranzen und Elemente zu verkleinern, 
so dass das Modul bzw. System designbedingt ohne Justage zu- 
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mindest in einem bestimmten Entfernungs- und Temperaturbe- 
reich funktioniert . Bei Verwendung der Erfindung beispiels- 
weise iin Rahmen eines Insassenschutzsystems eines Kraftfahr- 
zeuges, auf welches die vorliegende Erfindung jedoch nicht 
5 beschrankt ist, sollten scharfe Bilder bei Entfernungen von 
z.B- 15 cm bis 130 cm sowie bei Temperaturen von z.B. - 40**C 
bis + 105 *C gewahrleistbar sein. Dies ist um so eher reali- 
sierbar, je weniger Elemente in die Toleranzkette mit einge- 
hen. Bei gehausten Halbleiterelementen besitzen insb. die 
10 notwendigen Lot- und ggf . Klebeverbindungen Oder dergleichen 
zwischen Chip und Schaltungstrager einen grofien Anteil in der 
Toleranzkette - 



Bei Verwendung von nur einer Linse wird vermieden^ dass zu- 
15 satzliche optische Toleranzen durch einen komplizierten Lin- 
senaufbau bewirkt werden. Der, vorzugsweise aus Kunststoff 
bestehende, Linsenhalter selbst kann in verschiedener Weise 
mit der Linsenanordnung verbunden werden, so dass stets eine 
exakte optische Ausrichtung der Linsenanordnung und des Halb- 
20 leiterelementes in Bezug auf den Linsenhalter beziehungsweise 
die Linsenanordnung sichergestellt werden kann. 

Dennoch ist bei Systemen, die weitgehend einen klassischen 
Aufbau aus Objektiv und Kamerachip aufweisen, wobei der Kame- 

25 rachip bzw. das Halbleiterelement in einem Gehause auf einem 
geeigneten Schaltungstrager aufgebracht ist, es schwierig, 
die genannten Probleme in ihrer Gesamtschau zu umgehen und 
gleichzeitig die genannten Qualitatsanf orderungen zu erful- 
len. Zwar sind bei gehausten Halbleiterchips nur besondere 

30 Mafinahmen gegen Fremdlichtstrahlung oder anderer Uraweltein- 
flusse von vorne zu ergreifen, da das Chipgehause einen aus- 
reichenden Schutz von hinten z.B. fiir das fur IR-Strahlung 
durchlassige Silizium bietet. Das Objektiv selbst muss jedoch 
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zum Kamerachip justiert sein und eine definierte Fokussierung 
aufweisen. Dies erfolgt gegenwartig durch toleranzbehaf tete 
FeststellmSglichkeiten, beispielsweise durch eine Verschrau- 
bung, Verklebung oder dergleichen, mittels welcher das Objek- 
5 tiv relativ ziim Kamerachip am Schaltungstrager fixiert wird. 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, ein optisches Modul 
und ein optisches System mit einem auf einen Schaltungstrager 
angeordneten gehausten Halbleiterelement zur Verfiigung zu 
stellen, bei dem die mogliche Toleranzkette weitgehendst mi- 
nimiert ist, so dass bei einfacher und kostengunstiger Monta- 
ge eine zuverlassige optische Qualitat ohne Justier- und ins- 
besondere Fokussieraufwand zur Verfugung gestellt werden kann 
und uber die Lebensdauer des Moduls bzw. Systems gehalten 
wird- Daruber hinaus sollen notwendige MaJSnahmen gegen Fremd- 
lichtstrahlung oder anderer Umwelteinf lusse von vorne mog- 
lichst entf alien. 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der unabhangigen Patent- 
20 anspruche gelost. Vorteilhafte Ausf iihrungsf ormen der Erf in- 
dung, welche einzeln oder in Kombination miteinander einsetz- 
bar sind, sind in den abhangigen Anspriichen angegeben. 

Die Erfindung baut auf dem gattungsgemaBen optischen Modul 
25 dadurch auf, dass die Linseneinheit zum Projizieren von e- 
lektromagnetischer Strahlung auf das Halbleiterelement eine 
Art Linsenhalter umfasst, welcher integraler Bestandteil des 
Gehauses des Halbleiterelements ist. Dies kann gerade bei der 
Verwendung von gespritzten Kunststof f gehausen einfach reali- 
30 siert werden, da hier neben der eigentlichen Gehauseform 

insb. der Randbereich nahezu beliebig, insbesondere mit einem 
halternden Bereich fiir eine Linsenanordnung mit einem defi- 
nierten Fokus zum Chip, gestaltet werden kann. Auf diese Wei- 



10 
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se kann zunachst ein gehauster Chip als SMD- (^Surface Moun- 
ted Device) -Standardbauteil hergestellt werden, welcher be- 
reits eine Halterung fiir die spatere Montage der Optik auf- 
weist. Dabei ist der Toleranzbereich, der fiir die Fokussie- 
5 rung zur Verfugung steht, erstmalig nur noch von der Linsen- 
anordnung selbst abhangig. Daruber hinaus hat die vorgeschla- 
gene Losung den Vorteil, dass durch die integrative Ausbil- 
dung von Linsenhalter und Chipgehause der Fremdlichteinf all 
von der Seite vollstandig eliminiert wird. 

10 

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist der die 
Linsen halternde Bereich mit dem Gehause einstiickig^ bei- 
spielsweise aus einem duroplastischen Material, ausgebildet. 

15 Alternativ hierzu ist der die Linsen halternde Bereich vor- 
zugsweise, z.B. nach einem Zweikomponenten-Spritzverf ahren, 
am Gehause angeformt. Dies ermoglicht in vorteilhaf ter Weise 
den wahlweisen Einsatz verschiedener Kunststoffe. Beispiels- 
weise hat sich bewahrt,^ den die Linsen halternden Bereich aus 

20 einem thermoplastischen Material und das Gehause des Halb- 
leitergehauses aus einem duroplastisches Material auszu- 
bilden . 

Der gravierende Unterschied durch Warme verformbarer Thermo- 
25 plaste und durch Warme nicht verformbarer Duroplaste beruht 
auf dem Verhalten des jeweiligen Kunststoffes wahrend der 
Formgebung. Wenn ein Thermoplast erwarmt und in eine Form ge- 
presst wird, erfolgt keinerlei chemische Reaktion. Nachdem 
der Kunststoff in der Form erkaltet und hart geworden ist, 
30 konnte er durch erneutes Erhitzen wieder in eine andere Form 
gebracht werden, ohne dass sich die Charakteristiken des 
Kunststoff s spiirbar verandern, Diese Eigenschaft kann vor- 
teilhaft auch bei den - welter unten - beschriebenen Verbin- 
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dungsaufbauten von wenigstens einer Linse mit dem diese hal- 
ternden Bereich genutzt werden. 

Duroplaste hingegen verandern sich chemisch, wahrend sie in 
5 die endgultige Form gebracht werden. Sie reagieren mit einer 
Polykondensation und vernetzen zu einem raumlichen Gitter. 
Dieses Ausharten mittels Strukturveranderung des Molekiils ist 
vorteilhaft insb. in Hinblick auf die Fixierung des Leadfra- 
mes eines Halbleiterbauelements und nicht umkehrbar: Wenn ein 
10 Duroplast einmal geformt worden ist, kann er nicht mehr ver- 
andert werden. Zu den Duroplasten gehoren z.B. Phenolharze, 
Melamine und die Harnstof fharze . 

Vorzugsweise ist eine Linsenanordnung mit mehreren Linsen und 

15 ggf. wenigstens einer Blende in Form eines Pakets vorgesehen. 
Die optische Qualitat kann durch ein Objektiv mit mehreren 
Linsen verbessert werden, was auch im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung moglich ist, insbesondere da mit geringen Toleran- 
zen gearbeitet werden kann. In diesem Zusammenhang ist es 

20 auch besonders vorteilhaft, dass die Linsen und ggf. die 

Blende in direktem Kontakt zueinander stehen. Hierdurch wer- 
den Schwankungen der Linsenanordnung in Z-Richtung, das heiJit 
in der Richtung, in der die Linsen aufeinander folgen, prak- 
tisch ausgeschlossen . Die Toleranzen sind nur noch von der 

25 Linsenanordnung selbst abhangig. Ebenso ist es besonders 

niitzlich, dass die relativen Positionen der Linsen zueinander 
durch die Geometrie der Linsen und ggf. Blenden selbst be- 
stimmt sind. Auch in XY-Richtung kann die Anordnung der Lin- 
sen durch die Linsen selbst bestimmt werden, indem namlich 

30 Anlagef lachen der Linsen bzw. Blenden entsprechend ausgestal- 
tet sind. 
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Besonders niitzlich ist es, dass genau eine der Linsen bzw. 
Blenden mit dem Linsenhalter in direktem Kontakt stehen. Da 
die Linsen untereinander ihre relativen Positionen festlegen, 
reicht es aus^ genau eine Linse bzw. Blende mit dem Linsen- 
halter zu fixieren. Auf diese Weise wird die gesamte Linsen- 
anordnung in Bezug auf das Halbleiterelement ausgerichtet, 
wodurch letztlich die vorteilhafte optische Qualitat sicher- 
gestellt werden kann. In diesem Zusammenhang ist es besonders 
vorteilhafte dass die genau eine Linse wasserdicht und staub- 
dicht mit dem Linsenhalter verbunden ist- Vorteilhafterweise 
wird die vorderste Linse hierfiir als diejenige Linse ausge- 
wahlt^ die mit dem Linsenhalter zur Abdichtung zusammenwirkt . 
Dies kann beispielsweise so erfolgen^ dass die genau eine 
Linse durch Ultraschall-^ Laserschweifi- und/oder Klebeverfah- 
ren mit dem Linsenhalter verbunden ist; ggf . alternativ oder 
kumulativ unter Verwendung von Schrauben und/oder Kitt. 

Ebenso kann vorgesehen sein, dass die Linsenanordnung in den 
die Linsen halternden Bereich uber Rastmittel eingeschnappt 
20 ist. Auch hierdurch kann eine exakte Positionierung sicherge- 
stellt werden. Weiterhin ist zu betonen^ dass auf diese Weise 
eine erleichterte Trennmoglichkeit zwischen den Linsen und 
den restlichen Bauteilen, insb. dem teuren Halbleiterelement, 
sichergestellt werden kann. Die abdichtende Wirkung wird ins- 
25 besondere im Zusammenhang mit einer Schnappmontage in beson- 
ders vorteilhafter Weise dadurch bereitgestellt , dass die 
Linsen eine harte und eine weiche Komponente aufweisen, wobei 
die weiche Komponente zum Abdichten am Umfang der Linsen an- 
geordnet ist. Die Weichkomponente unterstiitzt auch die allge- 
30 meine Anforderung, dass beim Schnappen darauf zu achten ist, 
keine Spannungen in die Linsen einzubringen; Spannungen wur- 
den stets eine negative Beeinf lussung der optischen Eigen- 
schaften bewirken. 



10 
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Alternativ zu einer Klebe- oder SchweiBverbindung beziehungs- 
weise einer Schnappmontage kann ein speziell ausgebildeter 
Halteelements (moulded ring) zur Fixierung der Linsenanord- 
5 nung in dem die Linsen halternden Bereich vorgesehen sein. 

Das Halteelement weist vorzugsweise eine harte und wenigstens 
abschnittsweise eine dauerelastische Komponente auf . Eine 
vorzugsweise umlaufend ausgebildete dauerelastische Komponen- 
te kann zugleich insb. zum Abdichten der Linsenanordnung ge- 

10 gen Feuchtigkeit und Schmutz dienen - neben ihrer eigenen 
Ausgleichfunktion etwaig auftretender mechanisch und/oder 
thermisch bedingter Spannungen. Die dauerelastische Komponen- 
te ist bevorzugt an dem der Linse anliegenden Umfang ausge- 
bildet. Im Bereich der harteren Komponente wird das Halteele- 

15 ment an dem die Linsen halternden Bereich angeordnet, bei- 

spielsweise ultraschall- bzw. laserverschweilit, geklebt, ver- 
nietet, angeformt oder mittels eines anderen ahnlich gut au- 
tomatisierbaren Verbindungsverf ahren . Auch Schraub- und 
Schnappverbindungen sind denkbar. Vorzugsweise enthalt die 

20 harte Komponente des Halterings ein thermoplastisches Materi- 
al. Dementsprechend hat sich eine dauerelastische Komponente 
bewahrt, die vorzugsweise thermoplastische Elastomere (TPE) 
Oder Silikon oder dergleichen enthalt. Zwecks Bereitstellung 
eines einheitlich und einfach handhabbaren Bauteils ist be- 

25 vorzugt die dauerelastische Komponente z.B. nach einem 

Zweikomponenten-Spritzverfahren an der harten Komponente oder 
umgekehrt angeformt . 

Es kann weiterhin besonders vorteilhaft sein, dass uner- 
30 wianschte optische Effekte, insbesondere aufgrund von seitli- 
chem Lichteinfall, durch Schwarzung und/oder Mattierung oder 
unter Ausnutzung von Totalref lexion verhindert werden, indem 
den die Linsen halternden Bereich entsprechende Pigmente bei- 
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gegeben sind. Dabei handelt es sich um Beispiele geeigneter 
Ma&nahmen . 

Die Erfindung besteht weiterhin in einem optischen System mit 
5 einem optischen Modul der vorstehend genannten Art. Auf diese 
Weise kommen die Vorteile des optischen Modul s auch im Rahmen 
eines Gesamtsystems zur Geltung. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass durch die 

10 Ausbildung eines Chipgehauses mit einem integrierten, die 
Linsen halternden Bereich vor Montage der Linsen ein Chip 
nach der SMD-Technik bestiickbar und mit Montage der Linsen 
ein Kameramodul aufbaubar ist, bei dem auf jegliche mechani- 
sche Fokuseinstellung verzichtet werden kann. Somit kann das 

15 Modul vollautomatisch gefertigt werden^ was bei groJ5en Stuck- 
zahlen den Vorteil hat, das die Fertigungs- und Montagekosten 
geringer werden. Des weiteren kann das optische Modul ohne 
bewegte Teile wie Gewinde oder Fixierschrauben entwickelt 
werden, was zu einer hoheren Zuverlassigkeit fuhrt. Durch die 

20 geringen Toleranzen des Aufbaus auch in x- und y-Achse muss 
die Chipoberf lache nicht unnotig grofi sein, was den Kamera- 
chip billiger macht. Der Aufbau eines solchen Moduls lasst 
sich verhaltnismaftig kompakt gestalten was den Vorteil hat, 
dass sich das Kameramodul auch in Anwendungen bei begrenzten 

25 Platzverhaltnissen einsetzen lasst. SchlieBlich bietet der 
integrative Aufbau zudem vorteilhaft einen Schutz gegen 
Fremdlichtstrahlung . 

Die Erfindung lasst sich besonders niitzlich bei der Realisie- 
30 rung von Videosystemen, ggf . in Kombination mit Radarsyste- 

men, Ultraschallsystemen oder dergleichen im Kraf tfahrzeugbe- 
reich verwenden. 
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Die Erf indung wird nun mit Bezug auf die begleitenden Zeich- 
nungen anhand bevorzugter Ausfuhrungsf ormen beispielhaft er- 
lautert . 

5 Es zeigen schematisch: 

Fig. 1 die perspektivische Ansicht eines erf indungsgemafien 
optischen Moduls; und 

10 Fig. 2 das Modul nach Fig. 1 in einer Schnittansicht ent- 
lang der Linie A-A. 



Bei der nachf olgenden Beschreibung der bevorzugten Ausfiih- 
15 rungsformen der vorliegenden Erfindung bezeichnen gleiche Be- 
zugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten . 



Fig. 1 zeigt die perspektivische Ansicht eines erf indungsge- 
20 mafien optischen Moduls mit einem Schaltungstrager 10; einem 
auf dem Schaltungstrager 10 angeordneten SMD-gehausten Halb- 
leiterelement 12; und einer Linseneinheit 14; 16, 18, 20; 21 
zum Projizieren von elektromagnetischer Strahlung auf das 
Halbleiterelement 12 . 

25 

Fig- 2 zeigt das Modul nach Fig. 1 in einer Schnittansicht 
entlang einer Schnittlinie A-A. 

ErfindungsgemaB umfasst die Linseneinheit einen Linsenhalter 
30 14^ welcher integraler Bestandteil des Gehauses 13 des Halb- 
leiterelements 12 ist. Im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel 
ist der die Linsen haltender Bereich 14 vorzugsweise einstii- 
ckig mit dem Gehause 13 ausgebildet, beispielsweise aus einem 
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fiir Chipgehause typischen duoplastischen Material ^ welches 
sich vorteilhaft insb, fur eine Kebe-, Schraub und/oder 
Schnappverbindung zwischen einer im Bereich 14 gehalterten 
Linse 20 und dem Bereich 14 eignet. Alternativ ist eine an- 
5 formende Verbindung des die Linsenanordnung 16, 18, 20; 21 
halternden Bereichs 14 mit dem Gehause 13 denkbar. 

Das Halbleiterelement 12 kann der gegenwartigen Technologie 
entsprechend z.B. als CMOS oder CCD ausgelegt sein. Die Ver- 

10 bindung zwischen dem gehausten Halbleiterelement 12 und dem 
Schaltungstrager 10 erfolgt iiber sog. Leadframes 30, welche 
iiber Golddrahte 28 mit am Halbleiterchip 12 ausgebildeten 
Bondstellen (nicht dargestellt) kontaktiert sind. Zum Schutz 
der Lotstelle zwischen Leadframe 30 und Schaltungstrager 10 

15 vor einem Kontaktbruch z.B. aufgrund mechanisch bedingten 

Spannungen ist das Gehause 13 des Chips 12 vorzugsweise zu- 
satzlich mit dem Schaltungstrager 10 verklebt. Hierfiir bieten 
sich beispielsweise sog. SMD-Kleber oder dergleichen an. 

20 Der Schaltungstrager 10 selbst ist bevorzugt als starre PCB 
ausgebildet. Diese 10 kann iiber ein Flachkabel mit weiteren 
starren Schaltungsplatinen (nicht dargestellt) elektrisch 
verbunden werden . Eine derart gesonderte elektrische Verbin- 
dung kann vorteilhaft entfallen, wenn eine flexible Leiter- 

25 platte als Schaltungstrager 10 verwendet wird, welche 

zugleich der elektrischen Ankopplung (beispielsweise mittels 
Biagelloten) dient {nicht dargestellt) . Dies sog Starr-Flex- 
Systeme sind in Hinblick auf Winkel und Position etc. eine 
besonders flexible Losung zur Verbindung des Schaltungstra- 

30 gers 10 bzw. des Moduls mit einer Steuerung oder Schaltungs- 
platine (nicht dargestellt) . 
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In dem die Linsen halternden Bereich 14 des Chipgehauses 13 
sind bei Anwendungen in einem Fahrzeuginnenraiun vorzugsweise 
drei Linsen 16, 18, 20 und eine Blende 21 eingesetzt. Die 
Linsen 16, 18, 20 sind, wie auch die Blende 21, so geformt, 
5 dass sie relativ zueinander eine definierte Lage innerhalb 
des die Linsen halternden Bereichs 14 des Gehauses 13 anneh- 
men. Weiterhin ist mindestens eine der Linsen 16 so ausges- 
taltet, dass sie mit dem die Linsen halternden Bereich 14 so 
zusammenwirkt, dass diese 16 eine definierte Lage zu einer 

10 fur elektromagnetische Strahlung empf indlichen Flache 34 des 
Halbleiterelements 12 einnimmt. Daruber hinaus ist wenigstens 
eine Linse 20 mit dem Halter 14, beispielsweise uber Rastmit- 
tel 32, wasserdicht und staubdicht verbunden. Auf diese Weise 
sind alle Linsen 16, 18, 20 und ggf . Blenden 21 beziiglich des 

15 Halbleiterelementes 12 justiert. Diese Justierung wird durch 
weitere Mafinahmen nicht beeinflusst, da der die Linsen 16, 
18, 20; 21 halternde Bereich 14 unmittelbar Teil des Halblei- 
tergehauses 13 ist. 

20 Die vorliegende Erfindung erlaubt durch die Ausbildung eines 
Chipgehauses 13 mit einem integrierten, die Linsen 16; 18, 
20; 21 halternden Bereich 14 den Aufbau eines Kameramoduls, 
bei dem vor Montage der Linsen 16, 18, 20; 21 ein Chip 12, 13 
nach der SMD-Technik bestuckbar und wahrend der Montage der 

25 Linsen 16, 18, 20; 21 auf jegliche mechanische Fokuseinstel- 
lung verzichtet werden kann. Somit kann das Modul vollautoma- 
tisch gefertigt werden was bei grofien Stuckzahlen den Vorteil 
hat, das die Fertigungs- und Montagekosten geringer werde. 
Des weiteren kann das Modul ohne bewegte Telle wie Gewinde 

30 Oder Fixierschrauben entwickelt werden was zu einer hoheren 

Zuverlassigkeit fiahrt. Durch die geringen Toleranzen des Auf- 
baus 13; 14; 16, 18, 20; 21 auch in x- und y-Achse muss die 
Chipoberf lache 34 nicht unnotig groB sein, was den Kamerachip 
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12 billiger macht* Der Aufbau elnes solchen Moduls lasst sich 
sehr kompakt gestalten was den Vorteil hat^ dass sich das Ka- 
meramodul auch bei Anwendungen mit begrenzten Platzverhalt- 
nissen einsetzen lasst. Des weiteren bietet der Aufbau die 
5 Moglichkeit ein hermetisch abgedichtetes Modul zu entwerfen, 
welches gegen Umwelteinf lusse wie Feuchtigkeit, Staub Oder 
dergleichen gut geschiitzt ist. 

Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen so- 
10 wie in den Anspruchen offenbarten Merkmale der Erfindung kon- 
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination fur die 
Verwirklichung der Erfindung wesentlich sein. Sie eignet sich 
insbesondere bei Anwendungen im Innen- und/oder AuBenbereich 
eines Kraf tf ahrzeugs . 



15 
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Patentanspriiche 

1. Optisches Modul mit 

- einem Schaltungstrager (10); 

5 - einem auf dem Schaltungstrager (10) angeordneten 

gehausten Halbleiterelement (12); und 

- einer Linseneinheit (14; 16, 18, 20; 21) ziom Proji- 
zieren von elektromagnetischer Strahlung auf das 
Halbleiterelement (12) ; 

10 dadurch gekennzeichnet, 

- dass die Linseneinheit einen die Linsen (16, 18, 
20; 21) halternden Bereich (14) umfasst, welcher 
integraler Bestandteil des Gehauses (13) des Halb- 
leiterelements (12) ist. 

15 

2. Optisches Modul nach Anspruch 1^ 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der die Linsen (16, 18, 20; 21) halternde Bereich 
(14) mit dem Gehause (13) einstuckig, vorzugsweise aus 
20 einem duroplastischen Material, ausgebildet ist. 

3. Optisches Modul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der die Linsen (16, 18, 20; 21) halternde Bereich 
25 (14), z.B. nach einem Zweikomponenten-Spritzverf ahren, 

am Gehause (13) angeformt ist. 

4. Optisches Modul nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

30 dass der die Linsen (16, 18, 20; 21) halternde Bereich 

(14) thermoplastisches Material und das Gehause (13) 
duroplastisches Material enthalt. 
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Optisches Modul nach einem der vorherigen Anspriiche^ 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Linseneinheit (14; 16, 18, 20; 21) mehrere Lin- 
sen in Form eines Pakets umfasst, wobei die Linsen (16, 
18, 20) und ggf . wenigstens eine Blende (21) vorzugswei- 
se in direktem Kontakt zueinander stehen, und wobei die 
relativen Positionen der Linsen (16, 18, 20) und ggf. 
der Blende (21) zueinander vorzugsweise durch die Geo- 
metrie der Linsen bzw. Blende selbst bestirnmt sind. 



6. Optisches Modul nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass genau eine (20) der Linsen (16, 18, 20; 21) mit dem 
Linsenhalter (14) , vorzugsweise wasserdicht und staub- 
15 dicht, in direktem Kontakt stehen, wobei die genau eine 

Linse (20) vorzugsweise durch Ultraschall-, Laser- 
schweili- und/oder Klebeverf ahren rait dem Linsenhalter 
(14) fixiert ist. 



20 7. Optisches Modul nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Linsen (16, 18, 20; 21) in den Linsenhalter 
(14) iiber Rastmittel (32) eingeschnappt ist, wobei 
zwecks Ausbildung von Wasser- und Staubdichtigkeiten die 
25 Linsen (16, 18, 20) bzw. Blende (21) vorzugsweise eine 

harte und eine weiche Komponente aufweisen, und wobei 
die weiche Komponente zum Abdichten am Umfang der Linsen 
(16, 18, 20; 21) ausgebildet ist. 



30 8. Optisches Modul nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Linsen (16, 18, 20; 21) mittels eines Halteele- 
ments in dem die Linsen halternden Bereich (14) des Ge- 
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hauses (13) fixiert sind, wobei das Halteelement bevor- 
zugt elne harte und eine dauerelastische Komponente auf- 
weistr welche zwecks Abdichtung und Spannungsausgleich 
an dem der Linse (20) anliegenden Umfang ausgebildet 
ist, und wobei das Halteelement mit seiner harten Kompo- 
nente durch Ultraschall-^ Laser schweifi- und/oder einem 
Klebe- oder Nietverfahren Oder mittels einer Schnapp- 
oder Schraubverbindung mit dem die Linsen (16, 18, 20; 
21) halternden Bereich (14) verbunden ist. 



9- Optisches Modul nach einem der vorhergehenden Ansprliche, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass dem die Linsen (16, 18, 20; 21) halternde Bereich 
(14) Pigmente beigegeben sind, welche zu einer Schwar- 
15 zung und/oder Mattierung oder zu einer Totalref lexion 

fiihren, wodurch unerwunschte optische Effekte, insbeson- 
dere aufgrund von seitlichem Lichteinf all, verhindert 
we r den. 



20 10. Optisches System mit einem optischen Modul nach einem 
der vorherigen Anspruche. 
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